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TECNOLOGIAS DE METROLOGIA DIGITAL

Los equipos de metrologia industrial dimensional
debe ser rapidos, precisos, robustos y
automatizables.

La mayoria de equipos del mercado se basan en las
tecnologias de 6ptica y vision.

Vamos a mostrar ejemplos de las soluciones mas
extendidas, que tecnologia usan y sus
caracteristicas.

OPTICA: Trabaja con
las propiedades de la
luz, de las fuentes
luminosas y de los

VISION: Trata el
procesamiento digital
de imagenes de foto o

video de alta

elementos medidos. resolucioén.

Incluye rayos laser



TECNOLOGIA OPTICA CON CONTACO

Es la ciencia relativa a las mediciones con luz. Puede
dirigirse a las propiedades de la luz, de las fuentes
luminosas y de los objetos medidos. Las mas comunes
: tiempo de vuelo, ancho de banda y cambio de fase.

INTERFEROMETRO: mide distancias relativas
(longitud de onda), hasta 80 mt.
Combinando 6pticas captan
rectitud y angularidad.

En ambientes de taller la
precision en 10 mt es alrededor de 5 micras.

LASER TRACKER: para calculo de distancia usa ADM
(onda cambio de fase) o interferé6metro. Requiere
reflector para devolver el laser al emicus
Dos encoder miden los angulos que
junto con la distancia generan el 3D.
Alcance radial hasta 80 metros
Precision en 10 metros 90 micras




TECNOLOGIA OPTICA SIN CONTACTO

RADAR: medicién tiempo de vuelo de pulsos 2B
de luz. Capta hasta1000 pnt/sg en distancias

entre 0,5y 50 mt. Su precisién en 10 metros l Nion

estd alrededor de 0.24 mm.

LIDAR: haz de luz colimado con una

divergencia minima. Captura puntos ;
a gran velocidad hasta 350 metros.
Precision aproximada en 10 mt 1mm. ‘

TOMOGRAFIA: equipos CT, usan rayos X que penetran
en las piezas generando un 3D de todo el volumen.
Validos para piezas pequenas (hasta 200 mm con
precisiones entre 30 y 60 micras)
y materiales no muy densos.
Util para medir ensamblajes
complejos sin destruirlos o
geometria inaccesibles.




TECNOLOGIAS DE VISION

Visiéon artificial es la técnica que permite a un sensor
captar una escena y procesar la imagen para derivar
una decision numérica o logica automaticamente.

Un sistemas de vision incluye iluminacién, sensores
opticos, comunicaciéon de datos y procesado de imagen.

Las propiedades de las lentes son campo de vision,
aperturay profundidad de campo y de enfoque.

En metrologia 2D y 3D los sistemas mas usados son los
de patrén de luz estructurada, de lineay de area
captados con una o con varias camaras calibradas.
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TIPOS DE SENSORES DE VISION

PATRON ESTRUCTURADO DE LINEA: unos espejos giratorios
escanean una linea de puntos. El haz reflejado es captado por
un fotosensor que mediante triangulacién genera una linea 2D.

PATRON ESTRUCTURADO DE AREA: proyecta un rectdngulo con
diferentes patrones estructurados. Una camara capta las tomas
y generan una superficie 2D. La medicién es estatica.

SENSOR ESTEREO: Se basan en los dos anteriores pero anade 2
0 mas camaras calibradas entre si. Esto proporcionan la
profundidad, que permite captacién directa en 3D.

Medir volimenes grandes requiere conocer la posiciény
orientacion del sensor en cada toma. Se usan sistemas de
tracking o targets leds distribuidas alrededor de la pieza.




TARGETS DE VISION

En equipos de vision pueden pueden distinguir targets
reflectantes, los algoritmos de vision relacionan los puntos
comunes entre tomas alineando in-situ las distintas capturas

TARGETS LEDS: para relacionar las distintas tomas, se pegan
targets reflectantes en, o alrededor de la pieza, que ayudan
a enlazar las distintas tomas del sistema de medicion. Se
recomiendan solapes de 2/3 partes del area de la capturay 5
0 mas targets comunes entre tomas.

Para aumentar la precisién en volimenes grandes (entre 0,5
y 5 mt) es aconsejable un sistema de fotogrametria que mida
previamente con precisiéon el volumen de targets.
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SISTEMAS 6DOF DINAMIC TRACKING

Para conocer la orientacion del sensor de medicion en tiempo
real son necesarios sistemas de medicion externos
denominados 6doF.

TRAKING POR ENCODER: nos dan la posicién y orientacién en
tiempo real. Un led emite luz que atraviesa la perforaciones de
un regla ranurada. Un fotosensor cuenta los impulsos.
También los hay magnéticos y con interferémetro.

PHOTO SENSOR

SQUARING
CIRCUIT

TRACKING VISION: el sensor de medicién dispone de una red
de targets calibrados a su alrededor camaras estereoscopicas
miden en tiempo real la posiciéon y orientacion del sensor en el




CONCLUSIONES

Existen multiples soluciones basadas en las
tecnologias opticas, vision y combinacion de ambas.

Distintos tipos de equipos: manuales, automaticos, 2
y 3D, de laboratorio, portatiles, estandar, con y sin
contacto, sensores integrados...

Requisitos a considerar: precision, volumen, material,
grado de automatizacién, accesibilidad, formacién del
personal, zona de inspeccién (ambiente), porcentaje
de piezas a medir, comunicaciéon con entorno...

El reto es seleccionar una tecnologia robusta oy que
cumpla los requisitos de calidad que nuestro producto
y proceso requiere con el mejor ratio coste/beneficio.
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